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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-11-13 se nahrazuje ČSN EN 62137 (35 9391) z dubna 2005, která do uvedeného
data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s opravou EN 62137-4:2014/AC 2015-02 dovoleno do 2017-1-
-13 používat dosud platnou ČSN EN 62137 (35 9391) z dubna 2005.

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou jsou zahrnuty podmínky pro používání bezolovnaté pájky, jsou
doplněny zkušební podmínky pro bezolovnaté pájky, jsou doplněna zrychlení pro zkoušení pájených



spojů teplotním cyklováním.
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Informativní údaje z IEC 62137-4:2014

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 91: Technologie montáže elektroniky.

Tato norma zrušuje a nahrazuje IEC 62137:2004. Toto vydání je její technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  



FDIS Zpráva o hlasování
91/1188/FDIS 91/1205/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62137 se společným názvem Technologie montáže elektroniky je
možno nalézt na webových stránkách IEC.

Budoucí normy této řady budou mít nový společný název, který je uveden výše. Názvy existujících
norem této řady budou aktualizovány při jejich příštím vydání.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date)
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době
schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají
nejnovější vydání nedatovaných evropských/ mezinárodních norem (včetně všech změn).

V odborné literatuře je možné se setkat s různými překlady níže uvedených anglických termínů. Pro
účely této normy byl zvolen překlad použitý v posledním sloupci tabulky.

anglický termín obvyklé termíny použitý termín

ball pinch method (F.3.5.1) • metoda se sevřením kuličky
• metoda s nástrojem svírajícím kuličku

metoda se sevřením kuličky

daisy chain circuit • obvod propojeného řetězce
• pájené spoje zapojené do série

obvod propojeného řetězce

ductility • duktilita
• tažnost (před dosažením meze pevnosti)

duktilita

moisture treatment • působení vlhkosti
• zvlhčování

působení vlhkosti

probe heat bond method (F.3.5.1) • metoda s kuličkou přichycenou ohřevem
• metoda se sondou přichycenou ohřevem

metoda s kuličkou přichycenou ohřevem

recovery • aklimatizace po zkoušce
• zotavení

aklimatizace po zkoušce

repelled solder (C.4.1) • odpuzená pájka
• nespojené kuličky pájky

odpuzená pájka

Upozornění na národní poznámku

V normě je uvedena národní poznámka upozorňující na zapracovanou opravu k evropské normě
EN 62174:2014/AC:2015-02.

http://webstore.iec.ch
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Předmluva

Text dokumentu 91/1188/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 62137-4, který vypracovala technická komise
IEC/TC 91 číslo Technologie montáže elektroniky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC
a byl schválen CENELEC jako EN 62137-4.

Jsou stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
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• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-11-13

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 62137:2004.NP1)

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62137-4:2014 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62137 specifikuje zkušební metodu pro pájené spoje pouzder s vývody typu plošné pole
montované na desce s plošnými spoji pro vyhodnocení odolnosti pájených spojů vůči
termomechanickému namáhání.

Tato část IEC 62137 platí pro povrchově montované polovodičové součástky s pouzdry typu plošné
pole (FBGA, BGA, FLGA a LGA), které jsou určeny pro průmyslové a spotřební elektrické nebo
elektronické přístroje.

Faktor zrychlení degradace pájených spojů pouzdra při teplotním cyklování, která souvisí s tepelným
namáháním při montáži, je popsán v příloze A.

Příloha H poskytuje vysvětlivky, které se vztahují na různé typy mechanického namáhání při montáži.

Zkušební metoda specifikovaná v této normě není určena pro hodnocení vlastních polovodičových
součástek.

POZNÁMKA 1 Podmínky montáže, desky s plošnými spoji, materiály pro pájení atd. významně ovlivňují
výsledky zkoušky specifikované v této normě. Tedy zkouška specifikovaná v této normě nezaručuje
spolehlivost montáže pouzder.
POZNÁMKA 2 Tato zkušební metoda není nezbytná, jestliže se nevyskytuje namáhání pájených spojů
(mechanické nebo jiné) v provozních podmínkách a při manipulaci po montáži.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


